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Resumen:

Un nuevo conversor térmico de multiuniones de películas delgadas sobre una membrana y un chip de cuarzo, ha sido desarrollado como patrón para la medición de diferencias ac-dc transfer en el rango de 
100 kHz a 100 MHz. La ventana con la membrana para el conversor térmico fue anisotropicamente grabada en el chip de cristal de cuarzo y la estructura bifilar del calefactor y los termoelementos fueron fabricados utilizando procedimientos fotolitograficos. Los conversores térmicos fabricados muestran una diferencia ac-dc transfer por debajo de 5 (V/V en el rango de frecuencia de 100 kHz a 1 MHz, para resistencias del calefactor de 1 kΩ. Ésta es una reducción de más de un orden de magnitud de la diferencia ac-dc transfer en comparación con el conversor térmico fabricado sobre una membrana de Si3N4/SiO2/Si3N4 y chip de silicio. Este nuevo conversor térmico sobre membrana y sustrato de cuarzo permite disminuir la incertidumbre estándar a 1 (V/V en el rango de frecuencia de 100 kHz a 500 kHz y a 2 (V/V para 700 kHz a 1 MHz. Los valores calculados de las incertidumbres fueron validadas con las mediciones de la diferencia transfer entre dos PMJTCs con resistencias del calefactor de 350 Ω y 700 Ω para frecuencias desde 100 kHz a 100 MHz.
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